会议纪要
会议名称：演示终端技术状态及交付计划沟通会议
会议时间：2025年02月21日
会议地点：上海瀚讯成都研发中心。
参会人员：
上海垣信：邵丰伟、汲壮、王文勇、张代宾；
上海瀚讯：田纯阳、王江、郭保伟、王炜、李剑；。

议题一、讨论上海瀚讯的演示终端当前存在的关键问题及应对方案：
1) 散热问题：整机功耗大，运行温度过高，天线发射增益下降
解决思路：跳波束模式下关闭闲时时隙进行软件降功耗；主机底壳改为金属增加与中框接解面积进行结构散热优化。同时采用ADI新一代低功耗波控芯片及知融低功耗波控芯片进行改版设计。
2) 融合算法优化：惯导指向不准
解决思路：通过惯导RMS值稳定后进行软件控制状态锁定，同时修复融合算法在高仰角时指向误差大的问题。
3) 相控阵软件修正：相控阵下变频配置偶发不生效，造成RSSI信号阶跃
解决思路：修改软件，优化下发指令生效。
4) G/T值低于指标：低仰角<30°时接入困难。
解决思路：优化天线罩，降低损耗；相控阵天线改为整板PCB，增强一致性，选用知融低NF芯片优化参数性能；恪赛天线方案同步推进，尽快完成整机联调验证。
针对以上四个问题，已基本收敛，具有相应的解决措施，整改闭环计划如下：
V01版本(2025年2月28日)：软件相关措施解决闭环；
V02版本(2025年3月10日)：硬件结构散热优化问题闭环；
V03版本(2025年3月20日)：G/T值解决方案+其他硬件问题全面闭环整改。
议题二、针对后续交付计划分批次进行讨论，确定交付节点如下：
1) 3月8日前交付5套演示终端：采用金属后壳及V02薄膜天线。
交付要求：在小区波束为3和4频点下，终端能够在仰角30°时稳定接入，同时需提供设备履历书、整机测试报告、软件系统测试报告以及在轨测试报告。
2) 3月31日前交付50套演示终端：终端状态与3月8日相同。
[bookmark: _GoBack]交付要求：在小区波束为3和4频点下，终端能够在仰角30°时稳定接入，同时需提供设备履历书、整机测试报告、软件系统测试报告以及在轨测试报告。
3) 5月31日至少交付30套新状态演示终端。采用三种方案同时进行设计每种方案按照30套备料，具体方案如下：
A.新研制ADI新封装波控芯片+金属后壳，天线定型时间4月30日，G/T值在常温下为6.5dB/K
B.新研制知融波控芯片+金属后壳，天线定型时间5月16日，G/T值在常温下为7.0dB/K
C.恪赛方案：ADI波控芯片+金属后壳，天线定型时间4月22日，G/T值在常温下为6.21dB/K
4) 7月31日前具备总计1000套的交付能力，按需交付：以上三种方案通过对比测试后，选最优方案作为量产方案进行生产及交付。
